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本发明提供一种微小元件的转移方法，包括

以下步骤。提供具有彼此相对的第一表面与第二

表面的载体基板，在第一表面上配置多个微小元

件，每一微小元件与第一表面之间以激光解黏胶

进行黏着。接着，令接收基板与第一表面相对靠

近，并于第二表面上提供光罩。之后，对提供有光

罩的第二表面照射激光，以使未照射到激光的微

小元件保持黏着于第一表面上，照射到激光的微

小元件失去黏着力而转移至接收基板上。
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1.微小元件的转移方法，包括：

提供具有彼此相对的第一表面与第二表面的载体基板，在所述第一表面上配置多个微

小元件，每一所述微小元件与所述第一表面之间以激光解黏胶进行黏着；

令接收基板与所述第一表面相对靠近，并于所述第二表面上提供光罩；以及

对提供有所述光罩的所述第二表面照射激光，以使未照射到激光的所述微小元件保持

黏着于所述第一表面上，照射到激光的所述微小元件失去黏着力而转移至所述接收基板

上。

2.根据权利要求1所述的微小元件的转移方法，还包括在所述第一表面上涂布所述激

光解黏胶，以使每一所述微小元件与所述第一表面之间以所述激光解黏胶进行黏着。

3.根据权利要求1所述的微小元件的转移方法，还包括在每一所述微小元件上涂布所

述激光解黏胶，以使每一所述微小元件与所述第一表面之间以所述激光解黏胶进行黏着。

4.根据权利要求1所述的微小元件的转移方法，其中在所述第一表面上配置的多个所

述微小元件为发出相同色光的微型发光二极管。

5.根据权利要求1所述的微小元件的转移方法，其中在所述第一表面上配置的多个所

述微小元件为发出不同色光的微型发光二极管。

6.根据权利要求1所述的微小元件的转移方法，其中所述载体基板为玻璃基板，所述接

收基板为驱动IC玻璃基板。

7.根据权利要求1所述的微小元件的转移方法，其中所述激光解黏胶的材料包括聚酰

亚胺。

8.根据权利要求1所述的微小元件的转移方法，其中所述激光解黏胶在波长为200nm至

1064nm的激光照射下失去黏着力。
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微小元件的转移方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种转移方法，尤其涉及一种微小元件的转移方法。

背景技术

[0002] 微型发光二极管显示装置(Micro  LED  Display)具有高亮度、高对比、广视角、长

寿命及低耗电等优势，已成为未来显示技术发展的重点。将微型发光二极管(micro  LED)晶

体直接搬运到驱动背板上的技术称为巨量转移(mass  transfer  process)，而巨量转移技

术具有以下困难点。首先，微型发光二极管的尺寸极小(约5μm至10μm)，需要更精细化的操

作技术。此外，由几十万或几百万颗微型发光二极管才能构成一片面板，而一次转移需要移

动几万乃至几十万颗微型发光二极管，数量庞大。

[0003] 在现有技术中，通常利用机械静电吸取法或黏着胶黏取法进行巨量转移。机械静

电吸取法的吸附头及机械手臂较大，无法吸附10μm以下的微型发光二极管，且无法大量转

移。黏着胶黏取法具有黏着力不均匀的缺点，在黏着力移除时，黏力下降不稳定，造成良率

问题，且由于胶带面积太大，故无法选取特定位置的微型发光二极管。

[0004] 基于上述，发展出一种能够一次大量转移微型发光二极管的方法，且可适用于微

小尺寸(10μm以下)的微型发光二极管，并可选取特定位置的微型发光二极管，为目前所需

研究的重要课题。

发明内容

[0005] 本发明提供一种微小元件的转移方法，主要利用光罩搭配激光解黏胶，能够一次

大量转移微型发光二极管，且可适用于微小尺寸(10μm以下)的微型发光二极管，还可在转

移过程中选取特定位置的微型发光二极管。

[0006] 本发明的微小元件的转移方法包括以下步骤。提供具有彼此相对的第一表面与第

二表面的载体基板，在第一表面上配置多个微小元件，每一微小元件与第一表面之间以激

光解黏胶进行黏着。接着，令接收基板与第一表面相对靠近，并于第二表面上提供光罩。之

后，对提供有光罩的第二表面照射激光，以使未照射到激光的微小元件保持黏着于第一表

面上，照射到激光的微小元件失去黏着力而转移至接收基板上。

[0007] 在本发明的一实施例中，微小元件的转移方法还包括在第一表面上涂布激光解黏

胶，以使每一微小元件与第一表面之间以激光解黏胶进行黏着。

[0008] 在本发明的一实施例中，微小元件的转移方法还包括在每一微小元件上涂布激光

解黏胶，以使每一微小元件与第一表面之间以激光解黏胶进行黏着。

[0009] 在本发明的一实施例中，在第一表面上配置的多个微小元件为发出相同色光的微

型发光二极管。

[0010] 在本发明的一实施例中，在第一表面上配置的多个微小元件为发出不同色光的微

型发光二极管。

[0011] 在本发明的一实施例中，载体基板为玻璃基板，接收基板为驱动IC玻璃基板。
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[0012] 在本发明的一实施例中，激光解黏胶的材料包括聚酰亚胺。

[0013] 在本发明的一实施例中，激光解黏胶在波长为200nm至1064nm的激光照射下失去

黏着力。

[0014] 基于上述，本发明提供一种微小元件的转移方法，将微型发光二极管以激光解黏

胶黏着于玻璃上，搭配光罩作用，使得未照射到激光的微型发光二极管保持黏着，照射到激

光的微型发光二极管失去黏着力而转移至驱动背板上，因此，能够一次大量转移微型发光

二极管，且可适用于微小尺寸(10μm以下)的微型发光二极管，还可在转移过程中选取特定

位置的微型发光二极管。

[0015] 为让本发明的上述特征和优点能更明显易懂，下文特举实施例，并配合附图作详

细说明如下。

附图说明

[0016] 图1A至图1F为依照本发明的第一实施例所示出的微小元件的转移方法的剖面示

意图。

[0017] 图2A至图2F为依照本发明的第二实施例所示出的微小元件的转移方法的剖面示

意图。

[0018] 附图标号说明

[0019] 100：接收基板；

[0020] 110：载体基板；

[0021] 120：激光解黏胶；

[0022] 130、130a、130b、132、132a、132b、134、134a、134b、230、232、234：微小元件；

[0023] 140、142、144、240、242、244：光罩；

[0024] 150：激光装置；

[0025] 160：激光；

[0026] S1：第一表面；

[0027] S2：第二表面。

具体实施方式

[0028] 在本说明书中，为求清楚说明，可能夸大图中分层及区域的大小及比例。此外，所

示出元件(例如微小元件)的数目仅为例示说明用，本发明并不以此为限，元件的数目可依

实际操作情形而加以调整。

[0029] 图1A至图1F为依照本发明的第一实施例所示出的微小元件的转移方法的剖面示

意图。

[0030] 首先，请参照图1A，提供具有彼此相对的第一表面S1与第二表面S2的载体基板

110，在第一表面S1上配置多个微小元件130，且每一微小元件130与第一表面S1之间以激光

解黏胶120进行黏着。必须说明的是，虽然在图1A中是在第一表面S1上涂布激光解黏胶120，

以使每一微小元件130与第一表面S1之间以激光解黏胶120进行黏着，但本发明并不以此为

限，也可仅在每一微小元件130上涂布激光解黏胶，以使每一微小元件130与第一表面S1之

间以激光解黏胶进行黏着。并且，此处有关微小元件与第一表面S1之间以激光解黏胶120进
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行黏着的相关叙述不仅适用于微小元件130，还适用于下文中所提到的微小元件132、134。

[0031] 更具体而言，载体基板110例如是玻璃基板。激光解黏胶120的材料可包括聚酰亚

胺，在波长例如是200nm至1064nm的激光照射下可失去黏着力，但本发明并不以此为限，也

可使用其他在激光照射下可失去黏着力的激光解黏胶。在本实施例中，在第一表面S1上配

置的多个微小元件130为发出相同色光的微型发光二极管，例如是红色发光二极管，但本发

明并不以此为限，也可依操作需求选择绿色发光二极管或蓝色发光二极管。

[0032] 接着，请继续参照图1A，令接收基板100与第一表面S1相对靠近，并在第二表面S2

上提供光罩140。更具体而言，接收基板100例如是驱动IC玻璃基板，光罩140的材料例如是

石英玻璃或是塑胶。在图1A中，光罩140直接配置于载体基板110的第二表面S2上，而与第二

表面S2接触，但本发明并不以此为限，光罩140也可与载体基板110的第二表面S2保持距离，

而不与第二表面S2接触。并且，此处有关提供光罩的相关叙述不仅适用于光罩140，还适用

于下文中所提到的光罩142、144、240、242、244。

[0033] 之后，请参照图1B，利用激光装置150对提供有光罩140的第二表面S2照射激光

160，以使未照射到激光160的微小元件130a保持黏着于第一表面S1上，照射到激光160的微

小元件130b失去黏着力而转移至接收基板100上。更详细而言，所照射激光160的波长例如

是355nm，激光解黏胶120在波长例如是355nm的激光照射下可失去黏着力。当激光160照射

提供有光罩140的第二表面S2时，光罩140的开口所对应到的微小元件130b处未受到遮蔽而

照射到激光160，使得微小元件130b与第一表面S1之间的局部激光解黏胶120失去黏着力，

导致微小元件130b掉落而转移至接收基板100上。相对地，微小元件130a处受到光罩140遮

蔽而未照射到激光160，使得微小元件130a与第一表面S1之间的激光解黏胶120黏着力不受

影响，微小元件130a仍保持黏着于第一表面S1上。

[0034] 如此一来，本发明的微小元件的转移方法不但可适用于微小尺寸(10μm以下)的微

型发光二极管，还可通过光罩设计与欲解黏以转移的微小元件相互对应，在转移过程中选

取特定位置的微型发光二极管，进而克服排解故障发光二极管位置问题。

[0035] 之后，请参照图1C，在第一表面S1上配置多个微小元件132，且每一微小元件132与

第一表面S1之间以激光解黏胶120进行黏着。在本实施例中，在第一表面S1上配置的多个微

小元件132为发出相同色光的微型发光二极管，例如是绿色发光二极管，但本发明并不以此

为限，也可依操作需求选择不同于微小元件130所发出色光的其他微型发光二极管。

[0036] 请继续参照图1C，令已转移有微小元件130b的接收基板100与第一表面S1相对靠

近，并于第二表面S2上提供光罩142，其中光罩142的材料可与光罩140的材料相同。

[0037] 之后，请参照图1D，利用激光装置150对提供有光罩142的第二表面S2照射激光

160，以使未照射到激光160的微小元件132a保持黏着于第一表面S1上，照射到激光160的微

小元件132b失去黏着力而转移至接收基板100上。相似于上文图1B所述的技术机制，在图1D

中也是利用光罩142的开口位置设计，使开口所对应到的微小元件132b处未受到遮蔽而照

射到激光160，使得微小元件132b与第一表面S1之间的局部激光解黏胶120失去黏着力，导

致微小元件132b掉落而转移至接收基板100上。相对地，微小元件132a处受到光罩142遮蔽

而未照射到激光160，使得微小元件132a与第一表面S1之间的激光解黏胶120黏着力不受影

响，微小元件132a仍保持黏着于第一表面S1上。

[0038] 接下来，请参照图1E，在第一表面S1上配置多个微小元件134，且每一微小元件134
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与第一表面S1之间以激光解黏胶120进行黏着。在本实施例中，在第一表面S1上配置的多个

微小元件134为发出相同色光的微型发光二极管，例如是蓝色发光二极管，但本发明并不以

此为限，也可依操作需求选择不同于微小元件130、132所发出色光的其他微型发光二极管。

[0039] 请继续参照图1E，令已转移有微小元件130b、132b的接收基板100与第一表面S1相

对靠近，并于第二表面S2上提供光罩144，其中光罩144的材料可与光罩140、142的材料相

同。

[0040] 之后，请参照图1F，利用激光装置150对提供有光罩144的第二表面S2照射激光

160，以使未照射到激光160的微小元件134a保持黏着于第一表面S1上，照射到激光160的微

小元件134b失去黏着力而转移至接收基板100上。相似于上文中所述图1B的技术机制，在图

1F中也是利用光罩144的开口位置设计，使开口所对应到的微小元件134b处未受到遮蔽而

照射到激光160，使得微小元件134b与第一表面S1之间的局部激光解黏胶120失去黏着力，

导致微小元件134b掉落而转移至接收基板100上。相对地，微小元件134a处受到光罩144遮

蔽而未照射到激光160，使得微小元件134a与第一表面S1之间的激光解黏胶120黏着力不受

影响，微小元件134a仍保持黏着于第一表面S1上。如此一来，即可完成发出不同色光的微型

发光二极管(红色发光二极管、绿色发光二极管以及蓝色发光二极管)的转移。

[0041] 在以上图1A至图1F的第一实施例中，微小元件的转移方法是在载体基板110上配

置发出相同色光的多个微型发光二极管，但本发明并不以此为限，也可依操作需求在载体

基板110上配置发出不同色光的多个微型发光二极管，如下文图2A至图2F所描述的第二实

施例。

[0042] 图2A至图2F为依照本发明的第二实施例所示出的微小元件的转移方法的剖面示

意图。在此必须说明的是，图2A至图2F所示的实施例相似于图1A至图1F所示的实施例，因

此，下述实施例将沿用前述实施例的元件标号与部分内容，其中采用相同的标号来表示相

同或近似的元件，并且省略了相同技术内容的说明。关于省略部分的说明可参考前述实施

例，下述实施例不再重复赘述。

[0043] 首先，请参照图2A，提供具有彼此相对的第一表面S1与第二表面S2的载体基板

110，在第一表面S1上配置多个微小元件230、232、234，且每一微小元件230、232、234与第一

表面S1之间以激光解黏胶120进行黏着。必须说明的是，虽然在图2A中是在第一表面S1上涂

布激光解黏胶120，以使每一微小元件230、232、234与第一表面S1之间以激光解黏胶120进

行黏着，但本发明并不以此为限，也可仅在每一微小元件230、232、234上涂布激光解黏胶，

以使每一微小元件230、232、234与第一表面S1之间以激光解黏胶进行黏着。

[0044] 在本实施例中，在第一表面S1上配置的多个微小元件230、232、234为发出不同色

光的微型发光二极管。举例而言，微小元件230可以是红色发光二极管，微小元件232可以是

绿色发光二极管，微小元件234可以是蓝色发光二极管。然而，但本发明并不以此为限，也可

依操作需求进行调整。

[0045] 接着，请继续参照图2A，令接收基板100与第一表面S1相对靠近，并在第二表面S2

上提供光罩240，其中光罩240的材料可与上述实施例中光罩140的材料相同。

[0046] 之后，请参照图2B，利用激光装置150对提供有光罩240的第二表面S2照射激光

160，以使未照射到激光160的微小元件232、234保持黏着于第一表面S1上，照射到激光160

的微小元件230失去黏着力而转移至接收基板100上。相似于上述实施例中图1B的技术机
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制，在图2B中也是利用光罩240的开口位置设计，使开口所对应到的微小元件230处未受到

遮蔽而照射到激光160，使得微小元件230与第一表面S1之间的局部激光解黏胶120失去黏

着力，导致微小元件230掉落而转移至接收基板100上。相对地，微小元件232、234处受到光

罩240遮蔽而未照射到激光160，使得微小元件232、234与第一表面S1之间的激光解黏胶120

黏着力不受影响，微小元件232、234仍保持黏着于第一表面S1上。

[0047] 接下来，请参照图2C，令已转移有微小元件230的接收基板100与第一表面S1相对

靠近，并于第二表面S2上提供光罩242，其中光罩242的材料可与光罩240的材料相同。

[0048] 之后，请参照图2D，利用激光装置150对提供有光罩142的第二表面S2照射激光

160，以使未照射到激光160的微小元件234保持黏着于第一表面S1上，照射到激光160的微

小元件232失去黏着力而转移至接收基板100上。相似于上文中所述图2B的技术机制，在图

2D中也是利用光罩242的开口位置设计，使开口所对应到的微小元件232处未受到遮蔽而照

射到激光160，使得微小元件232与第一表面S1之间的局部激光解黏胶120失去黏着力，导致

微小元件232掉落而转移至接收基板100上。相对地，微小元件234处受到光罩142遮蔽而未

照射到激光160，使得微小元件234与第一表面S1之间的激光解黏胶120黏着力不受影响，微

小元件234仍保持黏着于第一表面S1上。

[0049] 然后，请参照图2E，令已转移有微小元件230、232的接收基板100与第一表面S1相

对靠近，并于第二表面S2上提供光罩244，其中光罩244的材料可与光罩240、242的材料相

同。

[0050] 之后，请参照图2F，利用激光装置150对提供有光罩244的第二表面S2照射激光

160，以使照射到激光160的微小元件234失去黏着力而转移至接收基板100上。相似于上文

中所述图2B的技术机制，在图2F中也是利用光罩244的开口位置设计，使开口所对应到的微

小元件234处未受到遮蔽而照射到激光160，使得微小元件234与第一表面S1之间的局部激

光解黏胶120失去黏着力，导致微小元件234掉落而转移至接收基板100上。如此一来，即可

完成发出不同色光的微型发光二极管(红色发光二极管、绿色发光二极管以及蓝色发光二

极管)的转移。

[0051] 综上所述，本发明的微小元件的转移方法利用光罩搭配激光解黏胶，通过光罩设

计与欲解黏以转移的微小元件相互对应，以有效地克服巨量转移技术的困难点。更详细而

言，本发明的微小元件的转移方法能够一次大量转移微型发光二极管，且可适用于微小尺

寸(10μm以下)的微型发光二极管，还可在转移过程中选取特定位置的微型发光二极管，以

解决故障发光二极管位置问题，因此，克服了现有机械静电吸取法或黏着胶黏取法进行巨

量转移的各种缺点。

[0052] 虽然本发明已以实施例揭示如上，然其并非用以限定本发明，任何所属技术领域

中技术人员，在不脱离本发明的精神和范围内，当可作些许的更改与润饰，故本发明的保护

范围当视权利要求所界定者为准。
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图1F
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图2D
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图2F
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